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免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之
預測及評估，這些關於未來狀況之陳述乃基於公司
目前可得資料所做的預測，涉及風險及不確定性，
並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形
，提醒各位不要過度依賴這些資訊，另除非法律要
求，本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。
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2017年
營運成果



2017年各季綜合損益表
單位:新台幣佰萬元

科 目 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2017

營業收入淨額 2,761 2,956 3,106 3,129 11,952 

營業成本 1,930 2,115 2,217 2,239 8,501 

營業毛利 831 841 889 890 3,451 

毛利率 30.1% 28.5% 28.6% 28.4% 28.9%

營業費用 107 118 113 129 467 

營業淨利 724 723 776 761 2,984 

營業外收入及支出 (47) 20 12 (10) (25)

稅前淨利 677 743 788 751 2,959 

所得稅費用 78 155 113 104 450 

本期淨利 599 588 675 647 2,509 

每股盈餘 (NTD) 1.05 1.03 1.19 1.14 4.41
註: 1. 2017年財務報告尚未經會計師核閱. 

2. 2017/12/31流通在外股數為 568,846K.   



2017年第四季綜合損益表
與去年同期比較

科 目 4Q17 % 4Q16 % YoY%

營業收入淨額 3,129 100.0% 2,856 100.0% 9.6%

營業成本 2,239 71.6% 2,106 73.7% 6.3%

營業毛利 890 28.4% 750 26.3% 18.7%

營業費用 129 4.1% 123 4.3% 4.9%

營業淨利 761 24.3% 627 22.0% 21.4%

營業外收入及支出 (10) (0.3%) 43 1.5% (123.3%)

稅前淨利 751 24.0% 670 23.5% 12.1%

所得稅費用 104 3.3% 76 2.7% 36.8%

本期淨利 647 20.7% 594 20.8% 8.9%

每股盈餘 (NTD) 1.14 1.05 8.6%

註: 1. 4Q17財務報告尚未經會計師核閱. 
2. 4Q17與4Q16流通在外股數均為 568,846K.   

單位:新台幣佰萬元



2017年度綜合損益表
與2016年比較

科 目 2017 % 2016 % YoY % 

營業收入淨額 11,952 100.0% 10,572 100.0% 13.1%

營業成本 8,501 71.1% 7,627 72.1% 11.5%

營業毛利 3,451 28.9% 2,945 27.9% 17.2%

營業費用 467 3.9% 451 4.3% 3.5%

營業淨利 2,984 25.0% 2,494 23.6% 19.6%

營業外收入及支出 (25) (0.2%) 35 0.3% (171.4%)

稅前淨利 2,959 24.8% 2,529 23.9% 17.0%

所得稅費用 450 3.8% 290 2.7% 55.2%

本期淨利 2,509 21.0% 2,239 21.2% 12.1%

每股盈餘 (NTD) 4.41 3.94 11.9%

註: 1. 2017財務報告尚未經會計師核閱. 
2. 2017/12/31流通在外股數為 568,846K.   

單位:新台幣佰萬元



資產負債表
2017.12.31

科 目 金 額 % 
現金及約當現金 3,344 18.4%

流動資產總計 7,477 41.2%

非流動資產總計 10,663 58.8%

資產總計 18,140 100.0%

流動負債 2,397 13.2%

非流動負債 219 1.2%

負債總計 2,616 14.4%

業主權益 15,524 85.6%

負債與權益總計 18,140 100.0%

註:1. 每股淨值:27.29元.
2. 2017年財務報告尚未經會計師核閱.
3. 2017/12/31流通在外股數為 568,846K. 

單位:新台幣佰萬元



2017年
營運總結



2017年營運結果

Overall

營業額 毛利率% EPS

2017
◎ NT$ 11.9 Billion ◎ 28.9% ◎ NT$ 4.41/share

YoY up 13.1% YoY up 1% YoY up 11.9%

2016
◎ NT$ 10.6 Billion ◎ 27.9% ◎ NT3.94/share

YoY up 10.8% YoY up 0.7% YoY up 13.5%
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近年營收、毛利率及營業淨利率
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營收分析-依服務項目別
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產業概況與展望



2017年度營收成果

總體表現符合預期

�營業收入為119.5億，與去年度比較增加13.1%，且
創歷史新高。

營收成長主要原因是由於：

(1)整體半導體需求熱絡。

(2)特殊應用需求增加，如車用、高速運算、快閃

記憶體、…等。

(3)國際客戶營收二位數的成長。

(4)國內需求動能仍強勁。

(5)超豐迎合市場趨勢尋求解決方案。



�毛利率為28.9%，比去年度27.9%增加1個百分點；

主因是：

(1)特殊應用需求比率提昇。

(2)成本控制得宜。

(3)產能利用率全年保持高檔。

� EPS為NTD4.41亦較去年度增加0.47元。



2018年營運展望

� 持續增加傳統封裝之投資。

� 展望2018年半導體景氣，仍是正向發展。

� Bumping 及WLCSP Backend ，將對公司之營收有
所貢獻。

� 國際及國內的新客戶，為公司營收帶來動能。



經營策略

持續提升研發能力，發展新產品

◎ BGA / LGA Production

◎ FC / CSP

◎ FC-TSOT series

◎MEMS SENSOR

◎車用電子

◎ SECURITY IC Assembly



經營策略

資本支出

◎頭份廠 Bumping 及封裝產能持續投資。

◎ QFN 及傳統封裝的成本改善及產能提升。

◎測試能力及產能的持續提升。

◎老舊機台的替換及昇級。

◎新型態晶圓測試事業的參與。



Q&A




